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(54) 유기전계발광표시장치의 제조방법

(57) 요약

본 발명은 유기전계발광표시장치의 면취 공정을 진행할 때 발생되는 기판의 날카로운 절단면을 레이저로 라운딩 처리하여

유기전계발광표시장치의 액티브 영역을 더 효율적으로 보호하기 위한 것으로, 기판 상에 복수의 트랜지스터와 한개 이상

의 캐패시터 및 제 1 전극층을 형성하는 단계; 상기 기판을 분할하여 복수의 분할된 기판을 마련하는 단계; 상기 분할된 기

판의 절단면을 레이저를 조사하여 라운딩 처리하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조

방법을 제공한다.

대표도

도 2

특허청구의 범위
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청구항 1.

기판 상에 복수의 트랜지스터와 한개 이상의 캐패시터 및 제 1 전극층을 형성하는 단계;

상기 기판을 분할하여 복수의 분할된 기판을 마련하는 단계;

상기 분할된 기판의 절단면을 레이저를 조사하여 라운딩 처리하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표

시장치의 제조방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 레이저는 CO2 레이저 또는 UV 레이저인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 CO2 레이저의 파장범위는 5~20㎛인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 4.

제 2 항에 있어서,

상기 CO2 레이저의 출력범위는 10~30W 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 5.

제 2 항에 있어서,

상기 CO2 레이저의 펄스 반복율의 범위는 5~20㎑ 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 6.

제 2 항에 있어서,

상기 CO2 레이저의 스팟 사이즈(SPOT SIZE)의 범위는 10~200㎛ 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조

방법.

청구항 7.

제 2 항에 있어서,

상기 CO2 레이저의 스캔 스피드의 범위는 10~200㎜/s 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.
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청구항 8.

제 2 항에 있어서,

상기 UV레이저의 파장범위는 200~500㎚ 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 9.

제 2 항에 있어서,

상기 UV레이저의 출력범위는 1~5W 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 10.

제 2 항에 있어서,

상기 UV레이저의 펄스 반복율의 범위는 50~200㎒ 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 11.

제 2 항에 있어서,

상기 UV레이저의 스팟 사이즈의 범위는 10~200㎛ 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 12.

제 2 항에 있어서,

상기 UV레이저의 스캔 스피드의 범위는 10~200㎜/s 인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계발광표시장치에 관한 것으로, 특히 기판 상에 복수의 트랜지스터와 한개 이상의 캐패시터 및 제 1 전극

층을 형성한 후, 기판을 분할하여 유기전계발광소자의 나머지 공정을 진행하여 생산 효율을 증가시킨 유기전계발광표시장

치의 제조방법에 관한 것이다.

종래의 유기전계발광표시장치의 면취 방법은 기판 상에 복수의 트랜지스터와 한개 이상의 캐패시터 및 제 1 전극층을 형

성한 후, 기판을 분할하여 유기 전계 발광 소자의 나머지 공정을 진행하여 생산 효율을 증가시키는 유기전계발광표시장치

의 제조 방법이다.
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유기전계발광표시장치의 면취 공정에서 발생하는 분할된 기판의 날카로운 절단면을 물리적인 방법, 예를 들면 다이아몬드

등으로 절단하여 라운딩 공정을 할 때에 파티클이 발생하여, 유기전계발광표시장치의 액티브 영역이 손상된다. 이러한 파

티클 등을 제거하기 위해, 습식 세정법, 플라즈마 또는 UV등을 이용한 건식 세정법을 단독 또는 복합적으로 사용하여 세정

을 실시한다.

그러나 이러한 세정방법으로는 유기전계발광표시장치의 액티브 영역에 파티클을 완전히 제거할 수 없고, 이로 인해 화소

의 불량이 발생하게 된다. 그리고 물리적인 방법으로 기판의 날카로운 절단면을 라운딩 처리할 때 발생하는 파티클에 의하

여 유기전계발광표시장치의 치명적인 불량을 유발할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 제반 단점과 문제점을 해결하기 위한 것으로, 유기전계발광표시장치의 면취공

정시 파티클 발생을 감소시켜 소자 신뢰성을 향상시킬 수 있는 유기전계발광표시장치의 제조방법을 제공함에 있다.

발명의 구성

본 발명의 상기 기술적 과제를 이루기 위해, 기판 상에 복수의 트랜지스터와 한개 이상의 캐패시터 및 제 1 전극층을 형성

하는 단계; 상기 기판을 분할하여 복수의 분할된 기판을 절단하는 단계; 상기 분할된 기판의 절단면을 레이저를 조사하여

라운딩 처리하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법을 제공한다.

본 발명의 상기 목적과 기술적 구성 및 그에 따른 작용효과에 관한 자세한 사항은 본 발명의 바람직한 실시 예를 도시하고

있는 도면을 참조한 이하 상세한 설명에 의해 보다 명확하게 이해될 것이다. 또한 도면들에 있어서, 층 및 영역의 길이, 두

께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타

낸다.

도 1 및 도 2 는 본 발명에 의한 유기전계발광표시장치의 공정 사시도이다.

도 1을 참조하면, 기판(10)상에 복수의 트랜지스터(미도시)와 한개 이상의 캐패시터(미도시) 및 제 1 전극층(20)을 형성한

다.

상기 기판(10)은 740㎜×940㎜ 크기의 유리, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱 등으로 구성 될 수도 있다.

상기 트랜지스터(미도시)는 반도체층, 소오스/드레인 전극, 게이트 전극 등으로 구성되어 있다.

상기 캐패시터(미도시)는 하부 전극과 상부 전극으로 구성되어 있다. 상기 하부 전극은 폴리 실리콘 또는 게이트 전극과 동

일 물질로 형성하고, 상기 상부 전극은 소오스/드레인 전극과 동일 물질로 형성한다.

상기 제 1 전극층(20)은 일함수가 높은 ITO 또는 IZO로 이루어지며, 하부층에 Al, Al-Nd, Ag와 같은 고반사율의 특성을

갖는 금속으로 이루어진 반사막을 포함할 수 있다. 배면 발광인 경우, 반사막을 포함하지 않고, 투명전도막인 ITO이나 IZO

중에 하나로 이루질 수 있다.

도 2를 참조하면, 상기 복수의 트랜지스터(미도시)와 한개 이상의 캐패시터(미도시) 및 제 1 전극층(20)이 형성된 상기 기

판(10)을 분할하여 복수의 분할된 기판(11)을 절단한다. 상기 기판(10)이 절단될 때 발생한 상기 분할된 기판(11)의 날카

로운 절단면을 레이저(미도시)를 조사하여 라운딩 공정을 실시한다.

상기 기판(10)은 레이저, 초음파, 그리고 다이아몬드 중 하나를 선택하여 분할 할 수도 있다.

상기 분할된 기판(11)은 증착 공정에 적합한 크기인 370㎜×470㎜로 마련될 수도 있다.

상기 기판(10) 상에서 상기 제 1 전극층(20)을 형성한 후 절단하는 이유는 유기발광층이 진공 챔버내에서 형성된 후 기판

절단을 위해 외부로 노출될 경우 유기발광층이 외부의 수분 및 산소에 의해 손상을 입기 때문이고, 또한 유기발광층이 형

성될 수 있는 진공 챔버의 크기가 한정되어 있기 때문에 진공챔버에 들어갈 수 있는 알맞은 크기로 기판을 절단하기 위해

서이다.
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상기 레이저(미도시)는 CO2 레이저 또는 UV 레이저인 것을 특징으로 한다.

레이저 소스 CO2 레이저 UV 레이저

파장 5<10.6㎛<20 200<355㎚<500

사용된 출력 10<16W<30 1<2W<5

펄스 반복율 5<10㎑<20 50<80㎒<200

스팟 사이즈 10<125㎛<200 10<20㎛<200

스캔 스피드 10<50㎜/s<200 10<100㎜/s<200

상기 CO2 레이저의 파장범위는 5~20㎛인 것을 특징으로 한다. 파장이 5㎛ 이하일 경우 레이저의 특성이 불안정함을 보이

며, 20㎛ 이상일 경우 기판의 일정부분은 과다하게 에너지를 받고 다른 부분은 에너지를 부족하게 받는 면이 생기는 에너

지 불균형 현상이 생길 수 있다. 이로 인해 기판의 손상이 생길 수도 있다. 상기 CO2 레이저의 파장은 10.6㎛인 것이 바람

직하다.

상기 CO2 레이저의 출력범위는 10~30W 인 것을 특징으로 한다. 출력이 10W 이하일 경우 기판의 용융이 충분히 되지 않

아 기판의 라운딩 처리가 잘 되지 않고, 30W 이상일 경우는 과다한 에너지에 의해 용융부분의 기판 스트레스로 인해 크랙

이 발생할 수 있다. 상기 CO2 레이저의 출력은 16W인 것이 바람직하다.

상기 CO2 레이저의 펄스 반복율의 범위는 5~20㎑ 인 것을 특징으로 한다. 펄스 반복율은 파장과 서로 반비례하는 특성이

있으며, 설명을 생략한다. 상기 CO2 레이저의 펄스 반복율은 10㎑인 것이 바람직하다.

상기 CO2 레이저의 스팟 사이즈(SPOT SIZE)의 범위는 10~200㎛ 인 것을 특징으로 한다. 스팟 사이즈가 10㎛이하 일 경

우는 기판의 절단면의 용융되는 부위가 너무 협소해 라운딩 효과를 보여주기 어려우며, 200㎛이상일 경우는 기판의 절단

면의 너무 넓은 부분이 용융되므로 정밀도가 떨어질 수 있다. 상기 CO2 레이저의 스팟 사이즈(SPOT SIZE)는 125㎛인 것

이 바람직하다.

상기 CO2 레이저의 스캔 스피드의 범위는 10~200㎜/s 인 것을 특징으로 한다. 스캔 스피드는 출력과 서로 반비례 특성이

있으며, 설명을 생략한다. 상기 CO2 레이저의 스캔 스피드는 50㎜/s인 것이 바람직하다.

또한, 상기 UV레이저의 파장범위는 200~500㎚ 인 것을 특징으로 한다. 파장이 200㎚ 이하일 경우 레이저의 특성이 불안

정함을 보이며, 500㎚ 이상일 경우 기판의 일정부분은 과다하게 에너지를 받고 다른 부분은 에너지를 부족하게 받는 면이

생기는 에너지 불균형 현상이 생길 수 있다. 이로 인해 기판의 손상이 생길 수도 있다. 상기 UV레이저의 파장은 355㎚인

것이 바람직하다.

상기 UV레이저의 출력범위는 1~5W 인 것을 특징으로 한다. 출력이 1W 이하일 경우 기판의 용융이 충분히 되지 않아 기

판의 라운딩 처리가 잘 되지 않고, 5W 이상일 경우는 과다한 에너지에 의해 용융부분의 기판 스트레스로 인해 크랙이 발생

할 수 있다. 상기 UV레이저의 출력은 2W인 것이 바람직하다.

상기 UV레이저의 펄스 반복율의 범위는 50~200㎒ 인 것을 특징으로 한다. 펄스 반복율은 파장과 서로 반비례하는 특성

이 있으며, 설명을 생략한다. 상기 UV레이저의 펄스 반복율은 80㎒인 것이 바람직하다.

상기 UV레이저의 스팟 사이즈의 범위는 10~200㎛ 인 것을 특징으로 한다. 스팟 사이즈가 10㎛이하 일 경우는 기판의 절

단면의 용융되는 부위가 너무 협소해 라운딩 효과를 보여주기 어려우며, 200㎛이상일 경우는 기판의 절단면의 너무 넓은

부분이 용융되므로 정밀도가 떨어질 수 있다. 상기 UV레이저의 스팟 사이즈는 20㎛인 것이 바람직하다.

상기 UV레이저의 스캔 스피드의 범위는 10~200㎜/s 인 것을 특징으로 한다. 스캔 스피드는 출력과 서로 반비례 특성이

있으며, 설명을 생략한다. 상기 UV레이저의 스캔 스피드는 100㎜/s인 것이 바람직하다.
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상기 분할된 기판(11)의 날카로운 절단면을 레이저로 라운딩 처리를 함으로써, 파티클의 발생 없이 상기 분할된 기판(11)

의 절단면의 라운딩 처리가 가능하며, 이로 인해 유기전계발광표시장치의 액티브 영역의 손상을 방지할 수 있다.

또한 상기 분할된 기판(11)의 날카로운 절단면이 유기전계발광표시장치의 공정 중 기구부와 접촉하는 공정에서 기판이 파

손되거나, 파티클이 발생하여 일어나는 유기전계발광소자의 손상을 방지할 수 있다.

본 발명은 이상에서 살펴본 바와 같이 바람직한 실시 예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기한 실시 예에 한정되지 아니

하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양

한 변경과 수정이 가능할 것이다.

발명의 효과

유기전계발광표시장치의 면취 공정을 진행할 때 발생하는 기판의 날카로운 절단면을 레이저로 라운딩 처리하여 파티클 등

이 발생하지 않고, 이로 인해 유기전계발광표시장치의 액티브 영역의 손상을 방지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1 및 도 2 는 본 발명의 일실시 예에 의한 유기전계발광표시장치의 공정 사시도.

도면

도면1

도면2
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摘要(译)

提供一种制造有机电致发光显示装置的方法，以通过利用激光将基板的
锐利切割面加工成圆形来防止有机电致发光显示装置的有源区被损坏。
一种制造有机电致发光显示装置的方法，包括步骤：在基板上形成多个
晶体管，至少一个电容器和第一电极;通过分离基板来设置多个分离的基
板;通过在切割平面上照射激光，将分离的基板的切割平面加工成圆形。
激光是二氧化碳激光或紫外激光。二氧化碳激光的波长范围是5-20微
米。二氧化碳激光器的输出范围是10-30W。二氧化碳的脉冲重复率范围
是5-20kHz。二氧化碳激光器的光斑尺寸范围为10-200微米。二氧化碳
激光器的扫描速度范围为10-200mm / s。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/624695fa-f390-40a8-8a04-d63773bd5ff9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037867448/publication/KR100666649B1?q=KR100666649B1

